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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

ВОПРОС 1. Маршрут обработки устанавливают.

1. исходя из карты эскизов.

2. исходя из маршрутной карты.

3. исходя из требований рабочего чертежа детали и принятой заготовки.

ВОПРОС 2. Схема последовательной токарной обработки заготовки вала на станках с ЧПУ должна учитывать.

1. возможность установки в револьверной головке копировального устройства.

2. точной калибровки станка.

3. количество режущих инструментов, которое можно расположить в револьверной головке или магазине станка.

ВОПРОС 3. Неподвижное соединение.

1. соединение, в котором имеются возможность относительного перемещения составных частей изделия.

2. соединение, в котором отсутствует возможность относительного перемещения составных частей изделия.

3. соединение, при разборке которого нарушается целостность составных частей изделия.

ВОПРОС 4. Общий минимальный промежуточный припуск определяют.
1. расчетом межосевых расстояний зубчатых колес.

2. конструктивными особенностями приспособления.

3. Суммированием величин высоты неровностей, состоянием и глубиной поверхностного слоя, пространственными отклонениями, погрешностью установки.

ВОПРОС 5. Припуском называется.

1. слой, снимаемый при выполнении предыдущего технологического перехода.

2. слой материала, удаляемый на этапе черновой обработки.

3. слой материала, удаляемый в процессе механической обработки заготовки для достижения заданной точности и качества обрабатываемой поверхности.

ВОПРОС 6. Сборочная единица - изделие.

1. изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций.

2. два или более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

3. составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, развальцовкой, склеиванием и т.п.).

ВОПРОС 7. Неразъемное соединение.

1. соединение, при разборке которого нарушается целостность составных частей изделия.

2. соединение, разборка которого происходит без нарушения целостности составных частей изделия.

3. соединение, в котором имеются возможность относительного перемещения составных частей изделия.

ВОПРОС 8. В серийном, крупносерийном и, особенно, в массовом производствах валов находят широкое применение.

1. станки с ЧПУ.

2. трехвалковых токарные станки.

3. многорезцовые и гидрокопировальные токарные автоматы и полуавтоматы.

ВОПРОС 9. Промежуточным припуском называется.

1. слой, снимаемый при выполнении предыдущего технологического перехода.

2. слой материала, удаляемый на этапе черновой обработки.

3. слой, снимаемый при выполнении данного технологического перехода.

ВОПРОС 10. Использование теории размерных цепей для анализа конструкций изделий позволяет.

1. оценить потенциальный рыночный спрос.

2. экономически снизить расходы на производство изделия.

3. проверить правильность и рациональность назначения допусков, исходя из условий взаимозаменяемости деталей, а также осуществить технологический анализ конструкции изделия с целью выбора метода решения точностной задачи, поставленной конструктором.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

ВОПРОС 1. Технология сопряженной обработки может быть значительно усовершенствована при использовании.

1. станков с ЧПУ.

2. предварительного термического воздействия.

3. ручной пригонки.

ВОПРОС 2. Полирование абразивной шкуркой и лентой выполняется.

1. по трем основным схемам.

2. по двум основным схемам.

3. по пяти основным схемам.

ВОПРОС 3. Технологические схемы сборки.

1. составляют непосредственно по сборочным чертежам изделия или по опытному образцу изделия и являются основой для проектирования технологического процесса сборки и разработки основной технологической документации (технологических карт установленных форм).

2. это технологический процесс, относящийся к изделиям одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства.

3. это технологический процесс, который характеризуется единством содержания и последовательности большинства технологических операций и переходов для группы изделий с общими конструктивными признаками.

ВОПРОС 4. Без образования стружки отрезают заготовки.

1. на вертикально-фрезерном станке.

2. на кривошипных пресс-ножницах.

3. на токарном станке.

ВОПРОС 5. Основным же приемом искусственного старения для заготовок чугунных корпусов является.

1. термостарение.

2. вибростарение.

3. дробеструйная обработка.

ВОПРОС 6. Для проведения размерно-технологического анализа целесообразно рассмотреть понятие.

1. о функционально связанных сборочных размерных цепях.

2. теории размерных цепей.

3. о геометрически связанных сборочных размерных цепях.

ВОПРОС 7. Целесообразно регулировку положения конических колес при сборке вести так, чтобы пятно контакта располагалось ближе.

1. к оси вращения.

2. к их тонким концам.

3. к их широким концам.

ВОПРОС 8. Гидрокопировальный токарный полуавтомат снабжается, как правило.

1. несколькими продольным копировальными суппортами и одним поперечными суппортами.

2. одним продольным копировальным суппортом и одним или несколькими поперечными суппортами.

3. несколькими продольным и поперечными копировальными суппортами.

ВОПРОС 9. Операционные размерные цепи представляют собой.

1. совокупность временного обоснования операционных переходов.

2. совокупность маршрутов в карте операционной транспортировки.

3. совокупность размеров (или других точностных параметров), образующих замкнутый контур и определяющих связь между операционными размерами (или другими параметрами) на различных стадиях обработки деталей.

ВОПРОС 10. Минимальный промежуточный припуск обуславливается следующими факторами.

1. ориентировочной скоростью обработки.

2. Высотой неровностей, состоянием и глубиной поверхностного слоя, пространственными отклонениями, погрешностью установки.

3. межосевым расстоянием прилегающих поверхностей.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Объясните причины того, что для получения алмазных покрытий обычно применяют плазмохимический метод;
2. Объясните причины того, что для синтеза алмаза создаётся газовая фаза, пересыщенная по содержанию углерода;
3. Объясните причины того, что капля расплавленного металла бесконтактно удерживается в зоне нагрева левитационно-струйного генератора;
4. Объясните причины того, что при одинаковом давлении газа переход от гелия к ксенону, т. е. от менее плотного инертного газа к более плотному, сопровождается ростом размера частиц, полученных методом испарения и конденсации, в несколько раз;

5. Объясните причины того, что лазерное излучение применяют для создания и поддержания плазмы в газофазном синтезе;

6. Объясните причины того, что введение в шихту стандартного сплава WC-Co наряду с крупнозернистым (1-4 мкм) карбидом WC от 3 до 5 масс. % нанопорошка карбида вольфрама приводит к уменьшению разброса значений твёрдости и прочности;

7. Объясните причины того, что трещиностойкость наносплава в 1,2-1,4 раза больше, чем трещиностойкость обычного крупнозернистого сплава;
8. Объясните причины того, что спекание нанокомпозитной порошковой смеси WC-Co происходит при более низкой температуре, чем аналогичной крупнозернистой смеси;

9. Объясните причины того, что в отличие от стационарных методов прессования, импульсные волны сжатия сопровождаются интенсивным разогревом порошка;

10. Объясните причины того, что при одинаковой величине давления прессования магнитно-импульсный метод позволяет получать более плотные компактные образцы, чем стационарное прессование;

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

ВОПРОС 1. Дополнительные признаки детали характеризуют.

1. функциональное описание изделия.

2. геометрическое описание изделия.

3. диапазон, в котором находится её масса, и особенности изготовления, в частности, способ получения исходной заготовки, требования к точности обработки и шероховатости поверхности, термической обработке, покрытиям и т.д.

ВОПРОС 2. Координатное растачивание производится на.

1. шлифовальных станках с ЧПУ.

2. координатно-расточных и горизонтально-расточных станках.

3. специальных строгальных станках.

ВОПРОС 3. Карта эскизов.

1. документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы и предназначенный для пояснения выполнения ТП, операции или перехода изготовления или ремонта изделия, включая контроль и перемещения.

2. документ, устанавливающий требования к процессам изготовления, хранения, транспортирования продукции.

3. документ, содержащий перечень всех операций в последовательности их выполнения, коды используемых документов, сведения об оборудовании, условиях труда, профессии, квалификации и количестве исполнителей, нормах подготовительно-заключительного и штучного времени.

ВОПРОС 4. Виды заготовок втулок.

1. гладкие; с буртами или фланцами; с коническим отверстием; разрезные конические; с залитым слоем антифрикционного сплава; свернутые тонкостенные с открытым швом.

2. радиальные, тангенсальные, диаметральные.

3. конические, цилиндрические, ступенчатые.

ВОПРОС 5. Ведомость оснастки.

1. технологический документ, содержащий данные о деталях, сборочных единицах и материалах, входящих в комплект собираемого изделия.

2. технологический документ, содержащий описание приемов работы или технологических процессов изготовления или ремонта изделия, правил эксплуатации средств технологического оснащения, описание физических и химических явлений, возникающих при отдельных операциях.

3. технологический документ, содержащий перечень технологической оснастки, необходимой для выполнения данного технологического процесса (операции).

ВОПРОС 6. Поверхностное пластическое деформирование направляющих.

1. может осуществляться посредством термообработки в среде инертных газов.

2. может осуществляться на специальном фрезерном станке.

3. может осуществляться обкаткой направляющих станины роликовыми и шариковыми упрочнителями на продольно-строгальном станке.

ВОПРОС 7. Функционально связанные сборочные размерные цепи конических передач являются.

1. временными.

2. пространственными.

3. вещественными.

ВОПРОС 8. Принципа постоянства баз.

1. совмещение установочной и измерительной базы.

2. выполнением всех переходов за одну установку и одно закрепление обрабатываемой заготовки.

3. переход от менее точной к более точной базе.

ВОПРОС 9. Поперечно-клиновая прокатка заключается.

1. в прокатывании круглого проката на трехвалковом станке.

2. в прокатывании нагретого круглого проката (прутка) инструментом в виде двух валков, валка и сегмента или, чаще, двух плоских плит при прямолинейном перемещении одной из них, закрепленной на подвижной ползушке стана.

3. в дискретной прокатке заготовок ступенчатых валов переменного сечения по длине.
ВОПРОС 10. Сборочная единица - изделие.

1. изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций.

2. два или более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

3. составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, развальцовкой, склеиванием и т.п.).

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

ВОПРОС 1. Сверхпластичность керамических наноматериалов.

1. позволяет получать высокодисперсные металлические порошки методом испарения и конденсации.

2. позволяет получать применяемые в аэрокосмической технике изделия сложной конфигурации с высокой точностью размеров.

3. позволяет получить неустойчивость однородного твёрдого раствора относительно спинодального распада.

ВОПРОС 2. Как получают тонкодисперсный оксид титана.

1. распыление ионов серебра на чувствительный слой.

2. гидролизом титанил-сульфата с последующим прокаливанием аморфного осадка.

3. синтезом внутри полостей цеолитов.

ВОПРОС 3. Формирование нанопроводников на изолирующих подложках.

1. совокупность методов определения с помощью различных микрозондов локальных механических, электрических, магнитных и других свойств поверхности.

2. основная методика получения полупроводниковых наногетероструктур.

3. позволяет осуществлять соединения в микросхемах с субмикронными размерами элементов, может использоваться при создании транзисторов и оптоэлектронных элементов нанометровых размеров.

ВОПРОС 4. Какой метод используют для получения небольших количеств нанопорошков.

1. Метод поляризации паров в инертном газ.

2. Метод конденсации паров в магнитном поле.

3. Метод конденсации паров в инертном газе.

ВОПРОС 5. Можно ли сконструировать искусственные структуры нанометровых размеров

1. нельзя .

2. можно, используя образование изображения за счёт физической деформации резиста штампом.

3. можно, используя отдельные атомы как строительные блоки.

ВОПРОС 6. Использование наноструктур в электронике.

1. приведёт к повешенному электропотреблению устройств.

2. приведёт к дальнейшей миниатюризации электронных устройств.

3. приведёт к повышенной опасности электронных устройств.

ВОПРОС 7. Сухое холодное ультразвуковое прессование нанопорошков.

1. сухое интенсивное прессование порошков.

2. спекание при высоком (до 10 ГПа и более) давлении.

3. воздействие на порошок мощного ультразвука в процессе прессовани.

4. принудительное уплотнение наноструктурированных материалов.

ВОПРОС 8. Что получают на установке по методу Гляйтера.

1. распыление ионов серебра на чувствительном слое.

2. системы WC-Co.

3. компактные нанокристаллические вещества.

ВОПРОС 9. Спонтанное образование структур с модулированным составом в твёрдых растворах связано.

1. с неустойчивостью зернистого раствора относительно радиального распада.

2. с неустойчивостью однородного твёрдого раствора относительно спинодального распада.

3. с неустойчивым распределением энергий на постаморфном уровне.

ВОПРОС 10. Как могут работать Т-образно соединенные нанотрубки.

1. как диэлектрик.

2. как компенсатор.

3. как контактное устройство.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)
1.
Объясните причины того, что ультразвуковое прессование нанопорошков особенно эффективно для изготовления изделий сложной формы: втулок, конических шестеренок, спиралей и т.д.;

2.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того чтобы определить, является ли размерная зависимость того или иного свойства непрерывной и гладкой или же она имеет скачки, изломы и другие особенности.

3.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для собирания нанокристаллического порошка, полученного методом испарения и конденсации;

4.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для механосинтеза нанопорошков механическим сплавлением;

5.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для получения плёнок и покрытий, т.е. непрерывных слоев нанокристаллического материала;

6.
Покажите связи, которые существуют между наноматериалами в окружающем мире и Вселенной,

7.
Покажите связи, которые существуют между условиями испарения металла (давление газа, расположение и температура подложки), местом его конденсации (в объёме или поверхности реакционной камеры) и  формой нанокристаллического порошка (сферическая или  имеющая огранку);

8.
Покажите связи, которые существуют между размерами зёрен кобальта и карбида вольфрама и механическими свойствам спеченного твердого сплава;

9.
Покажите связи, которые существуют между магнетосопротивлением и электросопротивление тонких гранулированных плёнок Со-А1-О;

10.
Прокомментируйте положение о том, что отличительной чертой кластеров является немонотонная зависимость свойств от количества атомов в кластере;
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

ВОПРОС 1. Зачем нужен лазерный нагрев реагирующей газовой смеси при газофазном синтезе.

1. обеспечивает контролируемое гомогенное зародышеобразование и исключает возможность загрязнения.

2. позволяет получать применяемые в аэрокосмической технике изделия сложной конфигурации с высокой точностью размеров.

3. позволяет получить неустойчивость однородного твёрдого раствора относительно спинодального распада.

ВОПРОС 2. Суспензии металлических наночастиц используются.

1. как присадки к моторным маслам для восстановления изношенных деталей автомобильных и других двигателей непосредственно в процессе работы.

2. для сухой покраски с последующим запеканием в печи.

3. для финишной полировки деталей медицинского оборудования.

ВОПРОС 3. Фокусирующая рентгеновская линза Брегга - Френеля получена.

1. при сухом интенсивном прессовании порошков.

2. с помощью импульсного электроосаждения.

3. с помощью электронно-лучевой литографии на кремниевой подложке.

4. спеканием при высоком (до 10 ГПа и более) давлении.

ВОПРОС 4. Минимальное число атомов в кластере.

1. 3.

2. 5.

3. 2.

ВОПРОС 5. Современное состояние науки в отечественном и мировом машиностроении характеризуется.

1. созданием двигателя внутреннего сгорания.

2. развитием нанотехнологий.

3. применением простейших механических приспособлений.

ВОПРОС 6. Где применяются зеркала с многослойными покрытиями из чередующихся тонких слоев элементов с большой и малой плотностью.

1. В рентгеновской и ультрафиолетовой оптике.

2. в электронных микроскопах.

3. в пентапризме зеркальных фотоаппаратов .

ВОПРОС 7. Что такое квантовые стенки (ямки).

1. это полупроводниковый материал нитеобразной формы, в котором потенциальная энергия электрона ниже, чем за его пределами, и за счет малых поперечных размеров движение электрона ограничено в двух измерениях.

2. структура, изготовленная из двух или более различных полупроводниковых веществ (материалов), в которой важная роль принадлежит переходному слою, т. е. границе раздела двух веществ (материалов).

3. это потенциальная яма, которая ограничивает подвижность частиц с трех до двух измерений, тем самым заставляя их двигаться в плоском слое.

ВОПРОС 8. Где применяются многослойные наноструктуры.

1. для производства различных авиационных материалов.

2. микроэлектронные устройства.

3. тяжелая промышленность.

ВОПРОС 9. Малые частицы и наноразмерные элементы используются.

1. микроэлектронные устройства.

2. тяжелая промышленность.

3. для производства различных авиационных материалов.

ВОПРОС 10. Термин "нано".

1. соответствует одной миллиардной части единицы.

2. соответствует одной сотой части единицы.

3. соответствует одной тысячной части единицы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

1. Объясните причины того, что обработку заготовок обычно начинают с создания технологических баз
2. Объясните причины того, что вначале за технологические базы приходится принимать черновые базы, т.е. необработанные поверхности заготовки.

3. Объясните причины того, что при выборе баз необходимо учитывать дополнительные соображения: удобство установки и снятия заготовки, надежность и удобство ее закрепления, возможность подвода режущих инструментов с разных сторон заготовки и т.п.;

4. Объясните причины того, что одним из обязательных условий эффективного использования метода групповой взаимозаменяемости является идентичность кривых распределения сопрягаемых деталей по полям производственных допусков;

5. Объясните причины того, что к методу компенсации при сборке приходится прибегать в случае, когда допуски, рассчитанные из условий взаимозаменяемости, оказываются настолько жесткими, что их выполнение становится экономически нецелесообразным;

6. Объясните причины того, что область экономической целесообразности использования метода пригонки ограничивается случаями, когда необходимо обеспечить достижение высокой точности в многозвенных размерных цепях в условиях мелкосерийного и индивидуального производства;

7. Объясните причины того, что соосность шпинделя и отверстий под гнезда инструментов в револьверной головке на токарно-револьверном станке достигается растачиванием «в сборе»; 

8. Объясните причины того, что соосность шпинделя и отверстия в серьге на горизонтально-фрезерном станке достигается растачиванием «в сборе»; 

9. Объясните причины того, что токарную обработку разделяют на черновой и чистовой этапы;

10. Объясните причины того, что при черновом точении срезают большую часть припуска, работая с максимально возможными глубинами резания и подачами;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые технологу для выбора конкретного метода получения заготовки

2.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые технологу для выбора общего плана обработки заготовок

3.
Обрисуйте в общих чертах принцип совмещения баз;

4.
Обрисуйте в общих чертах принцип постоянства баз;

5.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выбора станка при проектировании технологического процесса;

6.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выбора типа инструмента при проектировании технологического процесса;

7.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выбора метода обработки при проектировании технологического процесса;

8.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выполнения полного размерного анализа;

9.
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выявления размерных связей и построения размерной схемы намечаемого технологического процесса;

10.
Обрисуйте в общих чертах задачи, решение которых необходимо для технологического обеспечения создания продукции;
